
免責聲明

本次法說會提供之簡報包含前瞻性陳述，內容包含本公司財務狀況、

未來擴張計劃及公司策略等訊息。此前瞻性陳述係基於本公司目前可得資

訊對未來事件的期望和預測，儘管本公司認為該期望和預測具合理性，但

此類前瞻性聲明仍涉及風險及不確定性。

鑒於這些風險、不確定性及假設，前瞻性事件可能不會發生，且本公

司實際結果可能與這些前瞻性聲明中的預期存在重大差異。若因未來實際

結果與預期狀況有重大差異，須公開更新或修改任何前瞻性陳述，本公司

將不承擔此責任。

1



牧德科技法人說明會

(3563)

汪光夏董事長

2025 / 03 / 06



• 產品布局

• 生產能力

• 營收趨勢



產品布局
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生產能力
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1. 竹科一廠

2. 昆山廠

3. 竹科二廠

4. HYE

5. TAI
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營收趨勢
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營收單位：億元
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Q & A


